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elektroteciunice

Predmétem vynalezu je lepidlo, ze jména pro
spojovani kovovych, silikitovych a termo-
plastovych dilt v elektrotechnice a v
polovodidové technice nap¥. v mikroelekt-
rotechnice.

Iepidlo podle vyndlezu je tvoifeno roztokem
silikonakrylatové pryskyfice v 10 a% 100
objenovych procentech toluenu, do kteriho
Jje pfidéno ne jvySe 200 objemovjch procent
pré3kového plniva se zrnitosti nejvyse
100 jm,

Alternativné je jako préskového plniva
pouzito kovu nebo slitiny kovu, oxidu kovu

s

krystalického nebo amorfniho uhliku,
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Lepidlo, zejména pro spojovani kovovych, silikdtovich a termoplastovych dila v
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Vynélez se tyké lepidla, zejména pro spojovani kovovych, silikétovych a termoplastovych
dild v elekrotechnice a v polovodidové technice napf. v mikroelektronica,

V soudasné dobd se stdle dastdji pouzivé pro spojovéni kovovych dild misto napadjeni, elekt-
ricky a tepelnd vodivych lepidel. Divodem pro pouzivéni t&chto lepidel je nizké tepelné namé~
héni pﬁipojovahych souldstek, snadnost aplikace, sna?3i viména podkozend souddstky atp.

Basté Je pouZiti vodivych lepidel ve vyrobd hybridnich integrovanych obvodi pro montaZ aktivnich
a pasivnich prvki na keramické nebo sklenéné substréty.

Vé&t8ina vodivjch lebidél je.na bézi epoxidu. uénd dasto se pouzivaji lepidla na bézi sili-
konu, polyimodli, polyakrildty a polyuretant. Lepidlas elektrickou vodivosti jsou plnéna
kovovymi présky o velikosti &&stic obvykle od 5 do 50 ym napf. ze zlata,stPibra, platiay,paia-
dia, hliniku, médi niklu atp., pfipadn& z uhliku /préskového grafitu/.

Lepidla s tepelnou vodivosti as elektroizolacnimi vlastnostmi jsou plnéna praskovjymi oxidy
nékterych Xovi nap¥. berilia, zinku, ho®diku,titanu nebo hliniku.

Mezi poZadované Vlastnosti 1epidel pat?i snadné aplikovatelnost lepidla, dostateénd pevnost
8poji ve smyku a v odlﬁpovéni odolnost vidi zvySenym teplotam a teplotnim cyklim, p¥ipadn?
lepidlo nesmi uvolfovat za zvySenych teplot nebo ve vakuu tdkavé splodiny podkozujici elektricky
obvod. U vodivych lepidel Jje kladen poZadavek na tepelnou a pfipadnd i elektrickou vodivost, ‘
JejiZ zména se stérnutim lepidla by méla byt co ne jnizsi.

' Jsou pouZivéna lepidla Jednoslofkova nebo dvousloZkov& s obsahem nebo bez obsahu rozppuété-
del. denosloZkové lepidla se snize aplikuji odpadéd odm&rovani a miseni sloZek, ale mivaji
ome zenou sxladovatelnosta pokud jde nap®. o epoxidova lepidla vyzaduji zvylené vytvrzovaci tep=
loty, zpravidla nad 120 °C, coZ je pro ndkteré aplikace v slektrotechnice zcela nepouZitelné
06bo nevhodné, protoie miZe dojit ke zhorZeni charakteristik tepeln& citlivych soudastek.
Dvouéloikova lepidla pfi vhodne formulaci pryskyfice a tvrdidia resp. katalizééoru se mohou
vytvrdit i 2za teplot kolem 25-°G, ale pokud jde o epoxidy které tvori pojidlo velké vétSiny
vodivych lepidel, je zde nebezpedi vzniku velkého exotermického tepla vytvrzovaci
reakce, €of rovn&i mi%e vést k ne¥ddoucimu piehiati tepelnd citlivych,souééétek. Lepidla sili-
konova maji obvykle vynikajiqi odolnost vi&i zvySenyum teplotam / 180 ar 200 ¢ i vice/, nemaji
zpravidla v3ak dostatednou pfilnavost ke kovim nebo silikAtim a vyznaduji se dasto prakticky
nulovou pevnosti v odlupovéni. Lepidla akrildtova nebo polyluretanovéd maji pomdrné nizkou te-
pelnou odolnost /obvykle do 100 resp. 120 oC/ a napf . spoje z akrylatovych lepidel Jsou kfehké,
zatimco spoje 2 kyancakrylétovych lepidel, vyznadujici se jinak ﬁysokou pevnosti a velkou
rychlosti vytvrzovani, jsou zase citlivé vudi vlhkosti, které zpusobuje hydrolyzu a znehodnoti
spoje.

Lepidlo podle vyndlezu, které odstiaﬁuje uvedené nevyhody ﬁe tvoreno roztokem silikona-
krylétové pryskyfice v 10 a¥ 100 objemovych procentech toluenu, do kterého je pPedéno nejvyse
200 objemovych procent préskového plniva se zrnitosti nejvySe 100um. Prédkovym plnivem miZe byt
kov nebo slitina kovu s tepelnou vodivosti nejménd 10 W/ m K ’ pripadné kristalicky nebo amorf-
ni uhlik,

Silikonakrylétové pryskyiice, poufivanid a¥ dosud pfevéiné ve stévebnictvi k vytvafeni ochra4
nn&gh povlakd se vyznaduje, jak jsme zjistild, ﬁfilnavosti ke sklu, keramice, kovim a fermoplas-
tum, vytvari trvalé spojeni pii teplotd 25 OC v dob& krats3i nef 1 Kodina / po odpaZeni toluenu /
pfiemZ nedochédzi k uvoliovani exotermického tepla. Lepidlo vytvari prufny spoj vyznaéuaici
se odolnosti vudi zvyiené teplotd a vlhkosti az do 150 °c.
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Priklad 1

Lepidlo je pfipraveno rozpudténim silikoakrylétové pryskyfice v 60 objemovjch procentéch
toluenu. Lepidlo se nanese na spojované dily napd. z médi a keramiky pfedem mechanicky
zdrsndné a odmaitdné a spoj se Azati’z’.i tlakem 0,1 hiPa. Po.odpafveni toluenu vznikne pri tep=-
lotd 25 °C trvaly spoj na 1 hodinu.

Phiklad 2

Vodivé lepidlo je pripraveno rozpudtdnim silikonakrylétové pryskyfice v 60 objemovych
procentech tolusnu, do kterého je pFidéno jako plnivo 100 objemovych procent présSkové m&di
o.zrnitostl 50 pm. Lepidlo se nanese na spojované dily napf. z oceli a keramiky ?fedem
mechanicky zdrsnéné a odma$t¥né a spoj se zatiZi tlakem 0,1 m; po odpafeni toluenu
vzaikne pii teploté 25 % trvaly spoje.

Priklad 3 '

Vodivi lepidlo je pPipraveno rozpudtdnim silikonakrylatové pryskyrice v 60 objemovych
procentech toluenu, do ktersho je pridadno jako plnivo 100 objemovyeh procent kyslifniku
hlinitého o zrnitosti 50 pm. Lepidlo se nanese na spojované dily napi, ze skla a médi
pisdem mechanicky zdrsndné e odmadténé & spoj se zatizi tlakem 0,1 MPa. Po odpareni tolue-—
nu vznikne pri teploté 25 °¢ trvaly spoj za 1 hodinu.

Prikled 4

Vodivé lepidlo je piipraveno rozpudténim silikonakrylétové pryskyfice v éo objemovych
procentech toluenu, dc kterého je pridéno jako pluivo 120 procent objemovych praskového
grafitu o zrnitosti 30 pm. Lepidlo se nanese na spojovaxié d{ly napt. z polymetylmetakry-
l4tu pPedem mechanicky zdrsndné a odma$t¥né. Po odpafeni toluenu vznikne pii teploté

25 °¢ trvaljy spoj za 1 hodinus

Priklad 5

Vodivé lepidlo je pfipraveno rozpudtdnim silikonykrylétové pryskyfice v 55 objemovych pro=
centech toluenu, do kterého je pridéno jako plnivo 100 objemovych procent préafkové mosazi
/nap?. tombaku a obsahem 10 procent zinku/o zrnitosti 50 yme Lepidlo se nanese na spojo~
vené dily pPedem mechanicky zdrsn¥né a odmaSiené. Po odpafeni toluenu vznikne pii teplotd
25 °%C trvaly spoj za 1 hodinu.

PREDUMET VYNALEZU

1 . Lepidlo, zejména pro spojovani kovovjch, silikatovych a termoplastovych dill v elekt—~
ronice, vyznadujiei se tim, %e je tvoreno roztokem silikonmkrylétové pryskyrfice

v 10 a# 100 objemovych procentech toluenu, do kterého je pfidéno nejvyde 200 objemovjch
procent préikového plniva se zrnitosti nejvySe 100 pm..

2. Lepidlo podle bodu 1, vyznadujici se tim, e praSkovym plnivem Jje kov nebo slitina
kovli s mérnym elekrickym odporem nejvyse 0,15 ufim.

3. Lepidlo podle bodu 1 vyznadujici se tim, Ze préSkovym plnivem je oxid kovu s tepel=-
nou vodivosti nejménd 10 W/m K.

4, Lepidlo podle bodu 1 vyznadujici se tim, Ze préZkovym plnivem je krystalicky nebo

amorfni uhlik.

Vytiskly Moravské tiskaFské zavody, ‘ Cena: 240 Ké&s
provoz 12, Leninova 21, Olomouc .
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